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今週のキーワード

量子・光融合
次世代コンピューティングとデータセンターを革新

7
件

記事数

4
カ国

対象国

4
倍

ラック密度

20
億ドル

量子投資

今週の全7記事 ― 5軸評価で読むべき記事を選ぶ
各列の見方 ― 技術新規性：ブレークスルー度合い 実用化距離：製品として使える近さ 市場インパクト：業界全体への影響規模
データ信頼性：定量データ・査読の有無 日本関連度：日本の企業・サプライチェーンとの直接的関連性

# 記事タイトル 種別 技術
新規性

実用化
距離

市場
インパクト

データ
信頼性

日本
関連度 一行サマリ

#01 TFLN高消光比変調器 学術論文
●●●●

○
●●○○

○
●●●○

○
●●●●

●
●●●○

○

薄膜ニオブ酸リチウム製光変調器が1064nmで30dB
超の高消光比と低駆動電圧を実現、LiDARや量子フォ
トニクスに貢献。

#02 Lightmatter液冷NIC 新製品
●●●●

○
●●●●

○
●●●●

○
●●●●

○
●●●●

○

Lightmatterが液冷式レーザーNICを発表、AI/HPCデ
ータセンターのラック密度を4倍に高め、熱問題と効
率を改善。

#03 米国量子投資20億ドル 企業戦略
●○○○

○
●●○○

○
●●●●

●
●●●○

○
●●●●

●

米国政府が量子コンピューティングに20億ドル投資、
量子フォトニクス含む技術開発と産業化を加速し国際
競争力を強化。

#04 Q.ANTとIONOS提携 企業戦略
●●●○

○
●●●○

○
●●●○

○
●●●○

○
●●●○

○

ドイツQ.ANTとIONOSが提携、量子フォトニクスと
光コンピューティングをクラウドサービスとして提供
し実用化を加速。

#05 オンチップ光回路開発 学術論文
●●●●

●
●○○○

○
●●●●

○
●●●●

●
●●●●

○

モナシュ大学が小型オンチップ光回路を開発、光情報
を単一チップで生成・指示・読み取り、量子・AI・光
通信に革新。

#06 FOWLP光電集積 技術解説
●●●○

○
●●●○

○
●●●●

○
●●●○

○
●●●●

●
FOWLP技術が光電融合デバイスの集積複雑性を軽減
し、製造効率と性能向上に貢献、量産化を加速。

#07 スマートセンサー進化 技術解説
●●○○

○
●●●●

○
●●●○

○
●●●○

○
●●●●

○

スマートセンサーがエッジAIのデータ分析能力を向上
、光センシングPIC活用でLiDAR等のリアルタイム処
理を強化。

●●●●○ High ●●●○○ Med-High ●●○○○ Med ●○○○○ Low | 背景黄色＝注目記事
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今週、判断に影響しうる3つの問い

❶あなたのデータセンターは液冷化の波に乗れるか？
Lightmatter社の液冷式レーザーNIC「Guide DR」はラック密度を4倍に高め、AI/HPCデータセンターの熱問題と効率を
劇的に改善します。既存インフラでの導入可能性と冷却戦略を見直す時期に来ています。

❷量子フォトニクスへの投資は、自社の材料・部品開発を加速させるか？
米国政府の20億ドル投資や欧州での企業提携は、量子フォトニクス技術の実用化を強力に後押しします。日本の材料・光
部品メーカーは、この巨大市場のサプライチェーンにどう食い込むか、戦略を練るべきです。

❸光電融合パッケージングの進化は、自社の設計・製造プロセスを変えるか？
FOWLP技術によるフォトニック-電子集積の簡素化は、光電融合デバイスの量産化とコスト削減を加速します。日本の半
導体パッケージング、光部品、材料メーカーは、この技術トレンドへの対応を急ぐ必要があります。

日本企業にとっての「機会 vs 脅威」

日本企業にとっての「機会 vs 脅威」マトリクス

機会大・脅威小 機会大・脅威大

影響小（参考） 脅威大・機会小

←
 機

会
 →

← 脅威 →

液冷NIC

量子投資

光回路

FOWLP

TFLN変調

ｽﾏｰﾄｾﾝｻ

量子提携

項目 象限 ↑ 機会 ↓ 脅威

● 液冷NIC 注意 データセンター高密度化 冷却技術の競争激化

● 量子投資 注意 量子市場参入機会 国際競争力低下リスク

● 光回路 機会大 次世代技術の基盤 基礎研究の遅れ

● FOWLP 注意 光電融合量産化 PKG技術競争激化

● TFLN変調 機会大 LiDAR/量子性能向上 シリコン代替技術

● ｽﾏｰﾄｾﾝｻ 脅威大 エッジAI連携強化 既存製品の陳腐化

● 量子提携 参考 新規サービス創出 市場形成の遅れ
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深掘り ① ― AI/HPCデータセンターの液冷化加速
#02 | 2026/05/21 | Lightmatter Press Release | 技術新規性●●●●○ 実用化距離●●●●○ 市場インパクト●●●●○
データ信頼性●●●●○ 日本関連度●●●●○

Lightmatter社は、AI/HPCデータセンター向けに業界初の液冷式レーザーNIC「Guide DR」を発表しました。これに
より、光接続の効率と帯域幅密度が劇的に向上し、既存ラック密度を最大4倍に高めることが可能になります。データ
転送量の爆発的増加と熱管理の課題に直面する現代のデータセンターにとって、画期的なソリューションです。

液冷システムは高密度の熱を効率的に除去し、安定動作を可能にします。これにより、データセンターの空間効率とエ
ネルギー効率が大幅に改善され、設備投資の最適化にも貢献します。将来的な高密度化に対応する持続可能なITインフ
ラ構築の鍵となる技術です。

▶ 技術者の視点

Lightmatter社の発表は、AI/HPCデータセンターにおける熱問題の深刻さを改めて浮き彫りにし、液冷
化が不可避なトレンドであることを示唆しています。ラック密度4倍向上という数値は非常にインパク
トが大きく、既存の空冷システムでは到達困難な領域です。ただし、液冷システムの導入には、データ
センター側のインフラ改修コストや、液漏れリスクへの対応、メンテナンス体制の構築など、新たな課
題も伴います。 【機会】日本の冷却システムメーカーやデータセンター設計・施工企業にとっては、新
たなビジネスチャンスです。液冷技術のノウハウを持つ企業は、Lightmatter社のような先進企業との
連携や、独自の液冷ソリューション開発を加速すべきです。また、日本の光部品メーカーは、液冷環境
下での信頼性や小型化に対応した製品開発が求められます。 【脅威】既存の空冷システムに特化した企
業や、液冷技術への対応が遅れるデータセンター事業者は、競争力を失う可能性があります。特に、AI/
HPC分野での需要拡大を見据え、早期の技術評価と戦略策定が急務です。 **次のアクション**: 【デー
タセンター設計】【R&D;】液冷システム導入の費用対効果分析と、関連技術（冷却液、ポンプ、配管、
熱交換器など）の調査を即時開始。Lightmatter社製品の技術詳細を深掘りし、自社製品・サービスへ
の影響を評価する。

深掘り ② ― 量子・AIを革新するオンチップ光回路
#05 | 2026/05/25 | EurekAlert! | 技術新規性●●●●● 実用化距離●○○○○ 市場インパクト●●●●○
データ信頼性●●●●● 日本関連度●●●●○

モナシュ大学が、単一チップ上で光ベースの情報を効率的に生成、指示、読み取る小型オンチップ光回路を開発しまし
た。これは、従来の電子回路に比べ超高速かつエネルギー効率の高いコンピューティングを可能にし、次世代の量子コ
ンピューティング、AIアクセラレーション、高度なイメージング、光通信システムに革新をもたらす可能性を秘めてい
ます。

ナノスケールでの光制御技術により、高い集積度と多機能性を実現。光子を利用することで、電力消費を大幅に削減し
、データ処理量の爆発的増加に直面する現代のコンピューティングの限界を克服する鍵となります。光量子ビットの安
定した操作や、機械学習モデルの高速化に貢献が期待されます。
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▶ 技術者の視点

単一チップ上で光情報の生成・指示・読み取りを効率的に実現する技術は、まさに学術的ブレークスル
ーと言えます。特に量子コンピューティングにおける光量子ビットの安定性・スケーラビリティ課題に
対し、有望な解決策を提示する可能性があります。ただし、基礎研究段階であり、実用化には光子源の
効率、検出器の性能、エラー訂正技術の確立など、多くの未解決課題が残されています。 【機会】日本
の光部品・材料メーカー、半導体メーカーは、この技術の進展を注視し、将来の光コンピューティング
向け材料（高屈折率材料、非線形光学材料など）や製造プロセス（ナノ加工技術）の研究開発を強化す
べきです。量子・AI研究機関は、このプラットフォームを活用したアルゴリズム開発や応用研究を検討
できます。 【脅威】この分野での研究開発が遅れると、将来のコンピューティングパラダイムシフトに
おいて、日本の技術的優位性が失われるリスクがあります。特に、光集積回路の設計・製造技術は、半
導体産業全体に影響を与える可能性があります。 **次のアクション**: 【R&D;】【経営企画】モナシ
ュ大学の研究動向を継続的にフォローし、光コンピューティングに関するロードマップを策定。関連す
る国内外の大学・研究機関との共同研究の可能性を模索する。
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深掘り ③ ― 光電融合を加速するFOWLP技術
#06 | 2026/05/25 | Photonics Spectra | 技術新規性●●●○○ 実用化距離●●●○○ 市場インパクト●●●●○
データ信頼性●●●○○ 日本関連度●●●●●

ファンアウトウェハーレベルパッケージング（FOWLP）技術が、フォトニックと電子回路の集積における複雑性を大
幅に軽減し、製造プロセスを効率化すると報じられました。この技術は、光電融合デバイスの性能向上とコスト削減に
寄与し、高度な光通信、センシング、コンピューティングアプリケーションの量産を加速する上で重要な役割を果たし
ます。

FOWLPは、チップレットを高密度に統合し、短い相互接続長により信号遅延・損失を低減、優れた熱特性も持ちます
。ウェハーレベルでのプロセスにより、高いスループットと低い製造コストを実現し、シリコンフォトニクスやTFLN
などの先進フォトニックプラットフォームの実用化を後押しします。

▶ 技術者の視点

FOWLPは、半導体パッケージング技術として既に確立されつつありますが、フォトニック-電子集積へ
の本格的な適用は、光電融合デバイスの量産化における大きなブレークスルーとなります。特に、異な
る材料系（Si、InP、LiNbO3など）のチップレットを効率的に統合できる点は、今後の光通信・センシ
ングデバイスの高性能化・小型化に不可欠です。ただし、光路の精密なアライメントや、異なる熱膨張
係数を持つ材料間の信頼性確保など、FOWLP特有の課題も存在します。 【機会】日本の半導体パッケ
ージング材料（封止材、接着剤、RDL材料など）メーカー、装置メーカーにとっては、FOWLP市場の拡
大と、光電融合デバイス向けの新材料・装置開発の大きな機会です。光部品メーカーは、FOWLPを前提
としたチップ設計や、サプライチェーンの再構築を検討すべきです。 【脅威】FOWLP技術への対応が
遅れると、光電融合デバイス市場での競争力を失う可能性があります。特に、海外のOSAT（Outsourc
ed Semiconductor Assembly and
Test）企業がこの分野で先行しているため、技術動向のキャッチアップと迅速な投資が求められます。
**次のアクション**: 【半導体PKG】【R&D;】【調達】FOWLP関連の特許動向調査と、主要OSAT企
業との技術提携の可能性を検討。自社の材料・装置が光電融合FOWLPにどう貢献できるか、具体的なロ
ードマップを策定する。

その他の注目記事
薄膜ニオブ酸リチウム製高消光比光変調器、1064nmで動作 (MDPI)
技術新規性●●●●○ 実用化距離●●○○○ 市場インパクト●●●○○

TFLN変調器がLiDARや量子フォトニクスで課題だった1064nm帯の吸収問題を克服。高消光比と低駆動電圧は実用化
に向けた大きな一歩。

米国政府、量子コンピューティング企業に20億ドルの大規模投資を発表 (Photonics Spectra)
技術新規性●○○○○ 実用化距離●●○○○ 市場インパクト●●●●●

米国政府の巨額投資は、量子技術の産業化を加速させる強力なシグナル。日本の量子関連企業は、国際競争力強化に向
けた戦略が急務。

スマートセンサー技術がエッジコンピューティングのデータ分析能力を向上 (Photonics Spectra)
技術新規性●●○○○ 実用化距離●●●●○ 市場インパクト●●●○○

光センシングPICを活用したスマートセンサーは、エッジAIのリアルタイム処理能力を向上。LiDARなど産業応用での
競争力強化に直結。



光通信・フォトニクス Weekly Intelligence Report | 2026-05-30 | Page 6

今週のアクション提案

記事評価マトリクスと機会/脅威分析を踏まえたアクション提案です。

▍即時（今週中）
• 【R&D;】【経営企画】Lightmatter社の液冷式レーザーNIC「Guide
DR」の技術詳細を調査し、自社のデータセンター戦略や製品開発への影響を評価。

• 【調達】【R&D;】米国政府の量子コンピューティング投資動向を詳細に分析し、日本のサプライチェーンにお
ける機会と脅威を特定。

▍短期（1ヶ月）
• 【半導体PKG】【R&D;】FOWLP技術を用いた光電融合デバイスの最新動向を調査し、自社のパッケージング材
料・装置技術との連携可能性を検討。

• 【R&D;】【EV設計】TFLN変調器のLiDAR応用における優位性を評価し、次世代LiDAR開発への適用可能性を
検討。

▍中長期（四半期〜）
• 【R&D;】【経営企画】モナシュ大学のオンチップ光回路のような基礎研究の進展を注視し、将来の光コンピュ
ーティング・AIアクセラレーション技術ロードマップに反映。

• 【R&D;】【センサー開発】スマートセンサーとエッジAIの融合トレンドに対応するため、光センシングPICを
活用した次世代センサー開発戦略を立案。

troy-technical.jp 独自キュレーション。記事著作権は各原著作者に帰属。 | Gemini API + Claude | 2026-05-30



光通信・フォトニクス 採用記事全文集
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採用記事数: 7 件



収録記事一覧

#01 薄膜ニオブ酸リチウム製高消光比光変調器、1064nmで動作

#02 Lightmatter社、液冷式レーザーNIC「Guide DR」を発表、ラック密度を4倍に向上

#03 米国政府、量子コンピューティング企業に20億ドルの大規模投資を発表

#04 Q.ANTとIONOSが量子フォトニクスおよび光コンピューティング分野で提携

#05 モナシュ大学、次世代量子・AI技術を駆動する小型オンチップ光回路を開発

#06 ファンアウトウェハーレベルパッケージングがフォトニック-電子集積の複雑性を軽減

#07 スマートセンサー技術がエッジコンピューティングのデータ分析能力を向上



薄膜ニオブ酸リチウム製高消光比光変調器、1064nmで動
作

概要

MDPIで公開された研究論文は、LiDAR、量子フォトニクス、リモートセンシングに最
適化された薄膜ニオブ酸リチウム（TFLN）マッハツェンダー型電気光学変調器を発表
した。このデバイスは、1064nmの波長で動作し、2.1 V·cmの低半波長電圧長積と10

GHzを超える電気光学帯域幅を実現。特に注目すべきは、熱チューニングなしで30 dB

を超える高い消光比を達成し、高コントラストな光変調を可能にすることである。こ
の革新は、1064nm帯で吸収の問題を抱える従来のシリコンフォトニクス技術に代わる

有力な選択肢を提供する。

公開日 2026年05月21日  MDPI  スイス



詳細

背景と技術的課題

電気光学変調器は、光通信、LiDAR、量子フォトニクス、リモートセンシングなど多岐
にわたる光技術の基盤となるコンポーネントです。特に、1064nmのような特定の波長
帯域での高性能変調器は、これらの応用分野において不可欠とされています。しかし、
従来のシリコンフォトニクスは、この波長域で高い光吸収を示すため、性能が制限され
るという課題を抱えていました。

主要な技術と成果

本論文で発表されたのは、薄膜ニオブ酸リチウム（TFLN）を用いたマッハツェンダー型
電気光学変調器です。ニオブ酸リチウムは、その優れた電気光学効果により、高速かつ
高効率な光変調を可能にする材料として知られています。開発されたデバイスは、以下
の優れた特性を示しています。

動作波長: 1064 nm

半波長電圧長積 (VπL): 2.1 V·cmという低値

電気光学3 dB帯域幅: 10 GHz以上

消光比: 熱チューニングなしで30 dB以上

これらの特性は、特に30 dBを超える高い消光比が、高コントラストな光変調を実現
し、システムの信号対雑音比を大幅に向上させることを意味します。

影響と展望

このTFLN変調器の登場は、1064nm帯での高性能光変調器の設計と製造において重要な
ブレークスルーとなります。シリコンフォトニクスの限界を克服し、LiDARシステムに
おける検出精度向上、量子コンピューティングや量子通信における光信号の精密制御、
リモートセンシングの高感度化など、幅広いアプリケーションにおいて次世代技術の実
現を加速するでしょう。特に、低駆動電圧と高効率は、消費電力の削減とデバイスの小
型化に寄与し、将来的にはより広範な産業分野でのTFLNデバイスの普及を促進する可能
性を秘めています。

元記事: https://www.mdpi.com/2304-6732/13/5/505

https://www.mdpi.com/2304-6732/13/5/505


収集日: 2026年05月29日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)



Lightmatter社、液冷式レーザーNIC「Guide DR」を発
表、ラック密度を4倍に向上

概要

Lightmatter社は、業界初となる液冷式レーザーネットワークインターフェースカード
（NIC）「Guide DR」を発表した。この画期的な技術は、AIおよびハイパフォーマン
スコンピューティング（HPC）データセンターにおける光接続の効率と帯域幅密度を

劇的に向上させ、既存のラック密度を最大4倍に高めることが可能となる。これによ
り、データセンターの処理能力とエネルギー効率の向上に大きく貢献すると期待され
ている。

公開日 2026年05月21日  Lightmatter Press Release  アメリカ合衆国



詳細

背景とデータセンターの課題

現代のデータセンター、特にAIやHPCのワークロードを処理する施設では、データ転送
量の爆発的な増加と、それに伴う電力消費および熱管理の課題が深刻化しています。従
来の空冷システムでは、高密度な光接続や高出力コンポーネントの冷却が困難になりつ
つあり、ラックあたりの処理能力向上を阻害していました。

Lightmatter社の革新的なソリューション「Guide DR」

Lightmatter社が発表した「Guide DR」は、これらの課題に対応するための画期的な製
品です。このNICは、業界で初めて液冷技術を統合したレーザーNICであり、以下の主
要な特徴を持っています。

液冷システム: 高密度の熱を効率的に除去し、安定した動作を可能にする。

ラック密度4倍向上: 限られたデータセンター空間内で、より多くの計算リソースと
帯域幅を提供。

光接続効率の改善: AI/HPCアプリケーションにおける高速データ転送のボトルネック
を解消。

この技術により、データセンターの設計と運用において、空間効率とエネルギー効率の
両面で大きな進歩が期待されます。

市場への影響と将来展望

「Guide DR」の導入は、AI/HPCデータセンターにおける光接続の新たなスタンダード
を確立する可能性を秘めています。データセンター事業者は、既存のインフラストラク
チャを大幅に変更することなく、ラックあたりのコンピューティング能力を飛躍的に向
上させることができるため、設備投資の最適化にも貢献します。また、液冷技術は、将
来的にさらに高密度化が進むデータセンターの冷却ソリューションとして不可欠なもの
となり、持続可能なITインフラの構築にも寄与すると考えられます。Lightmatter社のこ
の発表は、データセンターの進化における重要なマイルストーンとなるでしょう。

元記事: https://lightmatter.co/press-releases/

https://lightmatter.co/press-releases/


収集日: 2026年05月29日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)



米国政府、量子コンピューティング企業に20億ドルの大規
模投資を発表

概要

米国政府は、量子コンピューティング分野の企業に対して総額20億ドルの大規模な投
資を行うことを公表した。この巨額な資金投入は、量子フォトニクスを含む多様な量
子技術の研究開発および産業化を加速させることを明確な目的としている。これによ

り、米国の量子技術におけるリーダーシップを強化し、次世代のコンピューティング
および通信インフラの構築に向けた基盤を固めることが期待される。

公開日 2026年05月21日  Photonics Spectra  アメリカ合衆国



詳細

背景と量子技術の戦略的重要性

量子コンピューティングは、特定の計算問題において従来のスーパーコンピューターを
凌駕する可能性を秘めた次世代技術であり、国家安全保障、経済成長、科学的発見に極
めて重要な影響を与えると認識されています。米国政府は、この分野での競争優位を確
立するため、以前から戦略的な投資を継続してきました。今回の20億ドルの投資は、こ
のコミットメントをさらに強化するものです。

投資の主要な内容と目的

今回発表された20億ドルの投資は、米国内の量子コンピューティング関連企業に対して
行われます。この資金は、主に以下の目的で使用されると見られています。

研究開発の加速: 新しい量子アルゴリズム、ハードウェア設計、エラー訂正技術の研
究。

産業化の推進: 量子コンピューターのプロトタイプ開発から商用化への移行支援。

エコシステムの構築: 量子技術関連スタートアップや既存企業の成長支援、人材育
成。

特定技術への注力: 量子フォトニクスを含む、複数の量子技術プラットフォームへの
分散投資。

この投資は、量子ビットの安定性向上、スケーラビリティの確保、エラーレートの低減
といった、量子コンピューティングが直面する主要な課題の克服を目指します。

業界への影響と展望

この大規模な公的資金注入は、米国の量子コンピューティング産業全体に大きな影響を
与えるでしょう。特に、量子フォトニクス分野は、光子を情報担体として利用するた
め、量子通信、量子センサー、そして光学ベースの量子コンピューターの鍵となる技術
であり、今回の投資によりその開発が加速されることが期待されます。これにより、新
たな雇用創出、技術革新の促進、そして最終的には実用的な量子コンピューティングシ
ステムの早期実現に貢献すると見込まれます。この投資は、米国が量子技術分野で世界
のリーダーシップを維持するための強力なシグナルとなります。



元記事: #

収集日: 2026年05月29日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)



Q.ANTとIONOSが量子フォトニクスおよび光コンピュー
ティング分野で提携

概要

ドイツの量子技術企業Q.ANTとクラウドプロバイダーIONOSが提携したことが報じら
れた。この協業は、量子フォトニクスおよび光コンピューティングの分野におけるイ
ノベーションを加速することを目的としている。両社の専門知識を組み合わせること

で、量子技術の実用化に向けた新たな道が開かれ、特にクラウドベースの量子サービ
スやアプリケーションの開発が推進されることが期待される。

公開日 2026年05月22日  Photonics Spectra  ドイツ



詳細

背景と量子技術の発展

量子コンピューティングは、その計算能力の可能性から、学術界だけでなく産業界から
も大きな注目を集めています。特に、光子を利用する量子フォトニクスは、量子通信や
将来の量子コンピューティングの有望な基盤技術の一つとされています。この分野の実
用化には、高度なハードウェアと、それを活用するためのソフトウェアおよびインフラ
ストラクチャの両方が不可欠です。

Q.ANTとIONOSの提携詳細

ドイツのQ.ANT社は、産業用量子センサーや光ベースの量子コンピューティングチップ
の開発を専門とする企業です。一方、IONOSは、ヨーロッパを代表するクラウドおよび
ホスティングサービスプロバイダーであり、広範なITインフラストラクチャとクラウド
コンピューティングの専門知識を持っています。今回の提携は、両社の強みを組み合わ
せることで、以下の領域での進展を目指します。

量子フォトニクスハードウェアとクラウドサービスの統合: Q.ANTの量子技術を
IONOSのクラウドプラットフォーム上で利用可能にし、より多くのユーザーが量子
コンピューティングのリソースにアクセスできるようにする。

新しい量子アプリケーションの開発: 量子シミュレーション、最適化、機械学習な
ど、光ベースの量子コンピューティングが強みを発揮するアプリケーションの探索と
開発。

実用化へのロードマップ: 量子技術の実用化に向けた共同研究、プロトタイプの開
発、および商用サービスの提供。



業界への影響と将来展望

このQ.ANTとIONOSの提携は、量子技術、特に量子フォトニクス分野の産業化において
重要なステップとなります。クラウドプロバイダーが量子ハードウェア企業と直接提携
することで、量子コンピューティングの民主化が進み、より多くの研究者や企業が量子
リソースを容易に利用できるようになるでしょう。これは、量子アルゴリズムの開発と
検証を加速させ、最終的には量子コンピューティングが多様な産業分野（金融、製薬、
物流など）で実用的な価値を生み出すための道を開きます。この協業は、ドイツおよび
欧州における量子技術の競争力強化にも貢献すると期待されます。

元記事: #

収集日: 2026年05月29日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)



モナシュ大学、次世代量子・AI技術を駆動する小型オンチ
ップ光回路を開発

概要

オーストラリアのモナシュ大学の研究者らが、次世代の量子およびAI技術に革新をも
たらす可能性のある小型オンチップ光回路の開発を発表した。このナノスケール回路
は、単一チップ上で光ベースの情報を効率的に生成、指示、そして読み取る能力を持

つ。これにより、従来の電子回路に比べてはるかに高速かつエネルギー効率の高いコ
ンピューティングが可能となり、量子コンピューティング、高度なイメージング、そ
して次世代光通信システムといった広範な分野での応用が期待されている。

公開日 2026年05月25日  EurekAlert!  オーストラリア



詳細

背景と光コンピューティングの可能性

データ処理量の爆発的な増加に伴い、従来の電子ベースのコンピューティングは、速
度、電力消費、発熱の面で限界に直面しています。光コンピューティングは、光子を利
用して情報を伝送・処理するため、超高速、低消費電力、そして低発熱という特性を持
ち、次世代のコンピューティングパラダイムとして大きな期待が寄せられています。特
に、ナノスケールで光を制御できる集積光回路は、この分野の鍵となります。

モナシュ大学の革新的なオンチップ光回路

モナシュ大学の科学者チームは、単一のチップ上に統合された画期的なナノスケール光
回路を開発しました。この回路の最大の特徴は、光ベースの情報を非常に効率的に「生
成 (generate)」「指示 (route)」「読み取る (read)」能力を、すべてオンチップで実現し
ている点です。具体的な技術的要素としては、光の位相、強度、偏光などを精密に操作
するナノフォトニック構造が用いられていると推測されます。

このデバイスは以下の点で注目されます。

高い集積度: 小型化により、限られたスペースでの高機能化が可能。

高速性: 光速で情報が伝送されるため、計算速度が飛躍的に向上。

エネルギー効率: 光子の利用により、電力消費を大幅に削減。

多機能性: 量子コンピューティング、AIアクセラレーション、高度なイメージング、
次世代光通信といった多様な応用に対応。

影響と将来展望

このオンチップ光回路は、量子技術とAI技術の分野に計り知れない影響を与える可能性
があります。量子コンピューティングにおいては、光子をベースとした量子ビット（光
量子ビット）の生成、操作、測定を小型かつ安定した環境で実現するためのプラットフ
ォームとなり得ます。AI分野では、機械学習モデルの訓練や推論を劇的に高速化し、エ
ネルギー消費を抑えることで、エッジAIからクラウドAIまで幅広いアプリケーションに
貢献するでしょう。



さらに、光通信システムにおいては、既存の電子ベースのインターコネクトのボトルネ
ックを解消し、より高速かつ大容量のデータ転送を実現する鍵となります。これは、デ
ータセンターや広域ネットワークにおける帯域幅の需要増加に対応するための重要なス
テップです。この技術は、物理学と工学の境界を超え、未来のスマートデバイスから大
規模インフラまで、多岐にわたる技術革新を駆動する基盤となることが期待されます。

元記事: https://www.eurekalert.org/news-releases/1129431

収集日: 2026年05月29日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

https://www.eurekalert.org/news-releases/1129431


ファンアウトウェハーレベルパッケージングがフォトニッ
ク-電子集積の複雑性を軽減

概要

フォトニクス・スペクトラ誌が、ファンアウトウェハーレベルパッケージング
（FOWLP）技術がフォトニックと電子回路の集積における複雑性を大幅に軽減し、製
造プロセスを効率化すると報じた。この技術は、光電融合デバイスの性能向上とコス

ト削減に寄与し、高度な光通信、センシング、コンピューティングアプリケーション
の量産を加速する上で重要な役割を果たすと期待されている。これは、光と電子の融
合が進む現代の半導体産業における重要な進展である。

公開日 2026年05月25日  Photonics Spectra  アメリカ合衆国



詳細

背景とフォトニック-電子集積の課題

高性能な光通信、センシング、そして将来のコンピューティングシステムにおいて、光
回路（フォトニクス）と電子回路（エレクトロニクス）の密な集積は不可欠です。しか
し、これら異なる物理特性を持つコンポーネントを単一パッケージ内に高密度で統合す
ることは、設計、製造、そしてテストにおいて極めて複雑な課題を伴いました。特に、
相互接続の微細化、信号損失の最小化、熱管理、そしてコスト効率の良い量産技術の確
立が、長年のボトルネックとなっていました。

ファンアウトウェハーレベルパッケージング (FOWLP) の貢献

ファンアウトウェハーレベルパッケージング (FOWLP) は、これらの課題を克服するた
めの有望なソリューションとして注目されています。FOWLPは、従来のパッケージング
技術と比較して、以下の点で優れています。

高集積度: チップレットを再構成されたウェハー上で自由に配置できるため、異なる
種類のダイ（フォトニックと電子）を高密度に統合することが可能。

短い相互接続長: チップ間の配線長を短縮することで、信号遅延や損失を低減し、高
速なデータ転送を実現。

優れた熱特性: パッケージング材料と構造の最適化により、効率的な熱放散をサポー
ト。

コスト削減と量産性: ウェハーレベルでのプロセスにより、個別のパッケージングよ
りも高いスループットと低い製造コストを実現。

この技術により、フォトニック集積回路 (PIC) と電子集積回路 (EIC) を効率的に組み合わ
せた光電融合デバイスの製造が簡素化され、信頼性と性能が向上します。



業界への影響と将来展望

FOWLPの進化は、光電融合デバイスのサプライチェーン全体に大きな影響を与えます。
特に、シリコンフォトニクスや薄膜ニオブ酸リチウム（TFLN）などの高度なフォトニッ
クプラットフォームが普及する中で、FOWLPはこれらの技術の実用化と市場投入を加速
させるでしょう。データセンター向け光トランシーバー、高性能センサー、さらには量
子コンピューティング関連コンポーネントなど、多様なアプリケーションにおける高性
能かつ低コストな光電集積ソリューションの実現に貢献します。これにより、光通信・
フォトニクス産業は、より広範な市場と技術革新へとその適用範囲を広げることが期待
されます。

元記事: #

収集日: 2026年05月29日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)



スマートセンサー技術がエッジコンピューティングのデー
タ分析能力を向上

概要

フォトニクス・スペクトラ誌の報道によると、スマートセンサー技術の進化がエッジ
コンピューティングにおけるデータ分析能力を大きく向上させている。この技術は、
統合型フォトニクスセンサーや光センシングPIC（Photonic Integrated Circuit）の産業

応用と密接に関連しており、LiDARシステムやその他のセンシング分野における重要な
進展を示唆している。センサー自体がデータの前処理や一部の分析を実行すること
で、クラウドへのデータ転送量を削減し、リアルタイム性が求められるアプリケーシ

ョンのパフォーマンスを向上させる。

公開日 2026年05月25日  Photonics Spectra  アメリカ合衆国



詳細

背景とエッジコンピューティングの重要性

IoTデバイスの普及とAIの進化により、生成されるデータ量は爆発的に増加していま
す。これらのデータを全てクラウドで処理すると、ネットワーク帯域幅の限界、レイテ
ンシーの増大、プライバシーとセキュリティの懸念といった問題が生じます。そこで、
データの発生源に近い場所（エッジ）で処理を行うエッジコンピューティングが、リア
ルタイム性、効率性、およびセキュリティの確保の観点から、ますます重要になってい
ます。

スマートセンサー技術によるエッジデータ分析の強化

このレポートでは、スマートセンサー技術がエッジコンピューティングのデータ分析能
力を改善している点が強調されています。スマートセンサーは、単にデータを収集する
だけでなく、センサー自体にプロセッシング能力とインテリジェンスを内蔵していま
す。これにより、以下の機能が実現されます。

オンデバイスでのデータ前処理: 生データをフィルタリング、集約、圧縮し、関連性
の高い情報のみを送信。

リアルタイム分析: 遅延なく即座に洞察を提供し、迅速な意思決定を可能にする。

効率的なリソース利用: クラウドへのデータ転送量を削減し、帯域幅と電力消費を節
約。

セキュリティとプライバシーの向上: 機密性の高いデータをエッジで処理すること
で、データ漏洩のリスクを低減。

特に、統合型フォトニクスセンサーや光センシングPIC（Photonic Integrated Circuit）
は、高精度、高速、小型化の点で優れており、このトレンドを加速させる鍵となりま
す。LiDARシステムのような光ベースのセンサーは、自動運転車、ロボティクス、産業
オートメーションにおいて、リアルタイムの環境認識に不可欠です。

影響と将来展望

スマートセンサー技術とエッジコンピューティングの融合は、産業オートメーション、
スマートシティ、自動運転、ヘルスケアなど、多岐にわたる分野に革命をもたらす可能
性を秘めています。例えば、工場では異常検知の高速化、都市では交通管理の最適化、
自動車ではより安全な運転支援が可能になります。



フォトニクス技術の進展は、より小型で堅牢、かつ高性能なスマートセンサーの開発を
可能にし、エッジデバイスの能力を飛躍的に向上させるでしょう。これにより、データ
が価値ある情報へと変換されるプロセスが、より効率的かつインテリジェントになり、
真の分散型AIエコシステムの構築を促進すると期待されます。この技術は、将来のデジ
タルトランスフォーメーションの中核をなすものとなるでしょう。
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